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10:10 - 11:25

テクノロジーセッション 2
Technology Session 2

11:45 - 13:00

13:15- 14:35

14:55 - 16:15

Women in Business

量子コンピューティングフォーラム
Quantum Computing Forum

テクノロジーセッション 3
Technology Session 3

サステナビリティフォーラム
Sustainability Forum

10:10 - 12:00

次世代ネットワークフォーラム
Next Generation Networking Forum

12:15 - 13:30

パワーエレクトロニクスフォーラム１
Power Electronics Forum 1

13:50 - 15:10

パワーエレクトロニクスフォーラム２
Power Electronics Forum 2

15:30 - 16:50 14:35 - 15:05
中国半導体開発の最前線
Semiconductor Development in China
15:20 - 17:00
TECH CAMPハッカソン成果発表会
TECH CAMP Hackathon Presentation

10:10 - 12:50

サイバーセキュリティフォーラム
Cyber Security Forum

13:05 - 14:20

SEMICON×42ハッカソン
SEMICON×42 Hackathon

半導体テクノロジーシンポジウム
Semiconductor Technology 
Symposium

10:10 - 13:55

半導体製造装置企業の成長戦略
Semiconductor Equipment Companies' 
Growth Strategy

14:10 - 15:25

グランドフィナーレ
Grand Finale

15:40 - 17:00

TIME

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

10:00

17:00

East Hall 7

模倣品半導体対策の国際規格化最新動向
International Standardization of 
Anti-Counterfeit Semiconductor 
Measures

10:10 - 11:50

ポスト 5Gが切り開く未来 by NEDO
Open Up the Future with Post-5G 
Hosted by NEDO

12:15 - 13:30

FLEX Japan 2023

13:50 - 17:00

East Hall 2

オープニングセレモニー & キーノート
Opening Ceremony & Keynotes

10:30 - 12:00

アカデミアAward　
Academia Award　

11:30 - 13:35

AIテクノロジーフォーラム
AI Technology Forum

13:50 - 14:50

宇宙と地球と半導体 4.0
Space, Earth, and Semiconductors 4.0

15:05 - 16:35

若手技術者に向けた半導体製造工程の
オーバービュー
Overview of Semiconductor 
Manufacturing Process

10:30 - 12:10

製造業DXの最新動向
Latest Trends in Manufacturing DX

12:25 - 13:45

iPhoneライブ分解ショー
[Live Show] iPhone Disassembly

14:00 - 14:45

15:00 - 15:30

半導体エクゼクティブフォーラム 1
Semiconductor Executive Forum 1

12:15 - 13:45

半導体エクゼクティブフォーラム 2
Semiconductor Executive Forum 2

14:00 - 16:45

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

10:00

17:00

テクノロジーセッション 1
Technology Session 1

09:30 - 10:45

EDAセッション
EDA Session

11:00 - 13:45

松尾研発スタートアップセッション
Startups from MATSUO Lab 
the University of Tokyo

14:00 - 16:50

パワーデバイスセッション
Power Devices Session

09:30 - 11:30

先端材料・分析セッション
Advanced Materials/ 
Analysis Session

12:00 - 14:00

14:30 - 16:30

先端デバイス・プロセスセッション
Advanced Device Process Session

有料 /Paid

有料 /Paid

有料 /Paid

同時通訳 /Simultaneous Interpretation

パッケージングセッション
Packaging Session

09:30 - 11:30

テストセッション
Testing Session

12:00 - 14:00

特別セッション－メタバース
Special Session - Metaverse

14:30 - 16:30

有料 /Paid

有料 /Paid

同時通訳 /Simultaneous Interpretation

有料 /Paid

14:30 - 16:30

スマートセンシング/
MEMSデバイスセッション
Smart Sensing/MEMS Devices Session

09:30 - 11:30

フォトマスクセッション
Photomask Session

12:00 - 14:00

先端リソグラフィセッション
Advanced Lithography Session

有料 /Paid

同時通訳 /Simultaneous Interpretation

同時通訳 /Simultaneous Interpretation
有料 /Paid

有料 /Paid

半導体プロセス技術２Days
Semiconductor Process Technology 
2 Days

09:30 - 16:30 有料 /Paid

East Hall 8

最新パッケージ技術の標準化
ワークショップ
Workshop on Packaging Standards

12:20 - 14:10

半導体プロセス技術２Days
Semiconductor Process Technology 
2 Days

09:30 - 17:30 有料 /Paid

SCC In-Person Meeting

13:00 - 15:00

SEMIマーケットフォーラム
SEMI Market Forum

12:00 - 14:10

半導体材料フォーラム
Semiconductor Materials 
Forum

14:40 - 16:40
有料 /Paid

同時通訳 /Simultaneous Interpretation

有料 /Paid

同時通訳 /Simultaneous Interpretation

松尾研 起業クエスト
Entrepreneurship Quest from 
MATSUO Lab, Univ of Tokyo

09:30 - 11:30

国際EHS 規制適合セミナー
ICRC Seminar

13:00 - 17:00 有料 /Paid

世界の半導体補助金政策動向
Global Semiconductor Subsidy Policies

10:10 - 11:10

Smart Mobilityフォーラム
Smart Mobility Forum

11:30 - 13:10

世界市場における日本半導体産業の競争力
Global Competitiveness of Japan's Chip Industry

13:50 - 15:05

中国技術開発力のグローバルポジション
Chinese Tech Development Global Position

15:20 - 16:35

未来を創るAI時代のイノベーションの核心
The Core of Innovation in the AI 
Era to Create the Future

10:10 - 11:30

次世代Mobilityフォーラム
Next-Generation Mobility Forum

11:45 - 13:15

13:30 - 14:15
ものづくり太郎 x SEMICON
Manufacturing TARO x SEMICON

14:30 - 15:15
日米中の自動車電装品比較
Compare of Automotive Electrical Parts

15:45 - 16:45

eスポーツ × 半導体
e-sports x Semiconductor

（株）堀場アドバンスドテクノ
HORIBA Advanced Techno.Co,LTD

12:30-13:20

アズビル（株）
Azbil Corporation

13:30-14:20

東芝デジタルソリューションズ（株）
Toshiba Digital Solutions 
Corporation

14:30-15:20

（株）図研
ZUKEN Inc.

12:00-12:20

（株）工苑
KOENN Co.,Ltd.

13:00-13:20

クロマジャパン（株）
Chroma ATE Inc.

13:30-13:50

（株）荏原製作所
EBARA CORPORATION

14:00-14:20

East Hall 4

Semidynamics 
Techonolgy Services

10:30-11:20

パナソニック コネクト（株）
Panasonic Connect Co., Ltd.

11:30-12:20

（株）堀場製作所
HORIBA,Ltd

12:30-13:20

Zhejiang Jingsheng 
Mechanical & Electrical 
Co.,Ltd.

13:30-14:20

アプライド マテリアルズ ジャパン（株）
Applied Materials Japan, Inc.

14:30-15:20

イーヴィグループジャパン（株）
EVGroup Japan K.K.

14:30-15:20

East Hall 5

六甲電子（株）
Rokko Electronics Co.,Ltd.

11:30-11:50

Advantage Austria Tokyo15:30-15:50

Advantage Austria Tokyo16:00-16:20

アプライド マテリアルズ ジャパン（株）
Applied Materials Japan, Inc.

14:00-14:20

日揮グローバル（株）
JGC Corporation

14:30-14:50

Global Now Pte. Ltd.15:00-15:20

マーポス（株）
MARPOSS K.K.

10:30-11:20

パナソニック コネクト（株）
Panasonic Connect Co., Ltd.

11:30-12:20

（株）堀場エステック
HORIBA STEC, Co., Ltd.

12:30-13:20

（株）日立ハイテク
Hitachi High-Tech Corporation

13:30-14:20

在日米国大使館
Embassy of the United States of 
America

14:30-15:20

パナソニックホールディングス（株）
Panssonic Holdings Corporation

15:30-16:20

クロマジャパン（株）
Chroma ATE Inc.

12:00-12:20

シーメンス（株）
Siemens K.K.

12:30-12:50

ヤマハ発動機（株）
Yamaha Motor Co., Ltd.

14:00-14:20

日揮グローバル（株）
JGC Corporation

14:30-14:50

Gauss Labs15:00-15:20

Axcelis Technologies15:30-15:50

（株）工苑
KOENN Co.,Ltd.

13:00-13:20

Suzhou Supermag Intelligent 
Technology Co LTD

13:30-13:50

Bulls & Bears

10:10 - 11:30

日本半導体産業の発展に向けて
Towards Chip Industry Growth in Japan

11:50 - 13:35

Advanced Packaging and 
Chiplet Summit 2023

13:50 - 17:00

Wed.
Dec.

13

Fri.
Dec.

15

Thu.
Dec.

14

SEMINAR SCHEDULE
同時通訳 /Simultaneous Interpretation 字幕サービス /English Subtitle Service

セミナー詳細 Details

ジオポリティックス、し烈な技術競争、
サプライチェーンの分断ー果たして日本の役割は
Geopolitics, Technology Competition, Splitting 
Supply Chains, and the Role of Japan: Surveying
Japanese Semiconductor Leaders


